
 
華立 Q3營收、毛利創下歷年同期次高記錄 

 

2025.11.07  高科技材料與設備供應商華立（3010）公布 2025 年第三季財報，單季

營收、毛利同時寫下歷年同期次高紀錄，在產品組合優化及管銷費用控管得宜下，毛

利率與營益率皆優於去年同期。 

  

累計至第三季，華立營收為 581.6 億元，毛利達 45.6 億元，在產品優化發酵下，毛利

較去年同期成長。展望第四季及明年，隨著關稅影響性降低、台幣匯率波動趨緩，加

上 AI 與高效能運算需求強勁、超出市場原先預期，法人對華立後續營運給予正向評

價。 

  

AI 應用持續強勁成長，帶動先進製程需求高漲，晶圓代工稼動率維持高檔。高效能運

算（HPC）已成主要成長動能，貢獻客戶逾半營收，而先進製程營收占比更突破七

成。受惠於此趨勢，關鍵材料供應商華立的光阻液、研磨液與先進封裝材料等產品出

貨暢旺，營收呈現高雙位數成長。即將量產的最新製程，隨著客戶良率提升速度優於

以往，終端下單意願明顯增強，為華立半導體材料事業挹注顯著成長動能，預期將推

升第四季及明年度營運表現。 

  

華立在半導體材料領域的全球布局持續擴張，除深耕台灣、中國及新加坡市場外，供

貨範圍亦成功延伸至美國與日本。在特殊氣體及備品備件等領域，已取得顯著成果，

展現卓越的國際供應能力。展望未來，華立將持續豐富產品線、強化全球服務網絡，

並隨客戶新品進入量產週期，持續為營運成長注入新動能。 

  

過去特殊氣體多仰賴進口，為強化供應鏈韌性、確保穩定供貨，在地生產已成為客戶

首選。華立積極布局氣體製造領域，首座氖氣純化廠已進入試量產階段，預計於 2026

年第一季正式量產，鋼瓶產能可達每月 8,000 立方米。未來華立將持續擴大材料佈

局，除氖氣外，亦規劃切入混合氣體市場，完善氣體產品線。 

  

華立引進銷售的高解析度乾膜，隨著高速運算、AI GPU 及 ASIC 晶片需求強勁，在 IC

載板領域已成功取得多家重點客戶的主要訂單。於 PCB 市場方面，華立聚焦於 LEO

低軌衛星、光收發模組及 AI 伺服器 HDI 主板等高成長應用。特別是在全球網通加速發

展下，低軌衛星憑藉高覆蓋率與高頻寬的優勢，吸引多家國際業者積極下單，推動華

立相關材料營收呈現高雙位數成長。 

  

銅箔基板（CCL）由銅箔、玻纖布與樹脂構成，是高速訊號傳輸的關鍵材料。為因應

AI 伺服器等高頻高速應用需求，華立近年積極布局低損耗新世代樹脂材料，廣泛應用

於 AI 伺服器專用 GPU 基板及 ASIC 加速板。隨著國際雲端服務供應商（CSP）大廠加

速自研應用於 AI 的 ASIC 晶片，帶動台灣的 CCL 廠訂單滿載，加上 AI 產業持續蓬勃

發展，推升華立相關產品營收表現亮眼。 

  



 

華立洞察印刷電路板產業各廠區加速自動化的趨勢，積極布局智能搬運調度系統、無

人搬運車、智能倉儲與線邊倉等設備，協助全球龍頭 PCB 製造商建構數位化整廠智

慧物流。憑藉完整的解決方案，華立已在對岸 PCB 產業的智慧工廠建置領域穩居市

佔第一。 

 

華立於剛落幕的 TPCA 秀中展現其深厚的設備整合能力，代理 AI 伺服板所需的鑽孔

自動化生產與檢測設備；而鑽孔機向來是 PCB 製程中資本支出占比最高的設備，近

兩年訂單快速成長，相關業績更呈倍數跳增。此外，同時推出應用於大尺寸 IC 載板

最新 3D 人工智能檢測設備，以提升 AI 運算所需的高階基板品質。亦跨入濕製程設

備的自主設計與客製化，在極細線路製程的設備規劃上具備深厚經驗。 

 

目前，華立在 PCB 製程服務已完整涵蓋乾式與濕式製程，能提供一站式整合設備與

技術服務。隨著 AI 浪潮推動產業升級，設備供應商的重要性持續攀升，華立也將成

為這波技術革新的關鍵推手與最大受惠者之一。 

 

 

  



 

 

 

關於華立企業：本公司成立於 1968 年，配合我國工業發展與整體企業營運需求，先後引進複合材料、

資訊/通訊、印刷電路板、半導體、平面顯示器、以及綠能光電產業材料與設備，以致力成為大中華地區

提供高科技材料、設備與技術的全方位科技服務廠商。華立企業總公司位於高雄，先後於中國大陸、新

加坡、韓國等重要城市設立銷售據點。 
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